
 

 

 

 

 

 

 

 

GigaDevice Semiconductor Inc. 

 

GD32H73x/H75x 芯片使用限制 

 

 

 

 

 

 

 

勘误手册 

1.7 版本 

（2025 年 11 月） 

  



 

GD32H73x/H75x 芯片使用限制 

2 
 

目录 

目录 .................................................................................................................................. 2 

图索引 .............................................................................................................................. 4 

表索引 .............................................................................................................................. 5 

1. 前言 ......................................................................................................................... 6 

1.1. 芯片版本定义 ................................................................................................................. 6 

1.2. 芯片使用限制总览 .......................................................................................................... 6 

2. 芯片使用限制描述 ................................................................................................... 9 

2.1. SYSTEM ........................................................................................................................ 9 

2.1.1. 当 SysTick 使用外部时钟源时，SysTick 时钟为系统时钟（CK_SYS）的 2 分频 ................... 9 

2.1.2. 非法的地址访问会导致 ECC 错误 ............................................................................................ 9 

2.1.3. 系统运行在高主频且中断向量表和中断处理代码均放置在 ITCM 中时，高频中断会概率性导致

ITCM ECC 误报 ....................................................................................................................... 9 

2.2. FMC ............................................................................................................................ 10 

2.2.1. 移除保护的整片擦除功能无法禁用 ......................................................................................... 10 

2.3. PMU ............................................................................................................................ 10 

2.3.1. LQFP 封装的芯片使用 SMPS 模式时，存在芯片损坏风险 .................................................... 10 

2.3.2. 未使用 SMPS 时，不能将 VDDSMPS 连接到低电平 ............................................................. 10 

2.4. GPIO ........................................................................................................................... 11 

2.4.1. MCU 进入待机模式时，PXY 引脚将连接到 PXY_C 引脚 ....................................................... 11 

2.4.2. 当 VDD 和 VDDA 掉电后，如果继续向 GPIO（除 PA9 / PA10 / PB12 / PB13 外）注入电压，

可能导致芯片 GPIO 出现过流风险 .......................................................................................... 11 

2.5. TRNG .......................................................................................................................... 11 

2.5.1. LFSR 算法失效 ....................................................................................................................... 11 

2.6. DBG ............................................................................................................................ 12 

2.6.1. 使用低功耗调试功能时，SWD 和 JTAG 调试功能失效 .......................................................... 12 

2.6.2. 当 PA15 为低电平时，SWD 连接失败.................................................................................... 12 

2.7. ADC ............................................................................................................................ 12 

2.7.1. 在 14 位 ADC 中同时使用过采样时，模拟看门狗阈值比较失败 ............................................ 12 

2.8. RTC ............................................................................................................................. 13 

2.8.1. 使用 RTC 参考时钟检测功能时，PB13 / PB15 将被配置为输入浮空模式 ............................. 13 

2.8.2. 备份域中的电压或温度变化无法触发侵入检测功能 ............................................................... 13 

2.9. TIMER ......................................................................................................................... 13 

2.9.1. TIMER 中断存在误触发的风险 ............................................................................................... 13 

2.10. USART..................................................................................................................... 14 



 

GD32H73x/H75x 芯片使用限制 

3 
 

2.10.1. 当使能 USART FIFO 功能时，USART 无法发送帧的最后一个字节 ...................................... 14 

2.10.2. 当同时使能 USART 的 FIFO 和 DMA 功能时，DMA 只能传输一次数据 ............................... 14 

2.10.3. LIN 模式下会发生数据采样错误 ............................................................................................. 14 

2.10.4. 在静默模式下，非唤醒帧引起的奇偶校验错会导致 PERR 置位 ............................................ 15 

2.11. I2S ........................................................................................................................... 15 

2.11.1. 当使用 I2S1进行通信且 GPIO 和 I2S1配置处于特殊组合时，可能会导致 I2S1_CK 和 I2S1_WS

引脚持续输出信号 .................................................................................................................. 15 

2.12. OSPI ........................................................................................................................ 15 

2.12.1. 当 OSPI 使用间接写模式时，中断和 DMA 功能无效 ............................................................. 15 

2.12.2. 当 OSPI 仅发送数据段时，第一个时钟会丢失 ....................................................................... 16 

2.12.3. 当 OSPI 运行时钟大于 100MHz 时，在状态轮询模式下读取外部存储器状态标志异常 ......... 16 

2.13. EXMC ...................................................................................................................... 16 

2.13.1. SDRAM 控制器的自动刷新功能受到其他 EXMC 控制器的影响 ............................................ 16 

2.13.2. 在访问 SDRAM 期间，可能会出现总线卡住的情况 ............................................................... 17 

2.13.3. 不支持非对齐地址访问 ........................................................................................................... 17 

2.14. LPDTS ..................................................................................................................... 17 

2.14.1. 禁用 LPDTS 后，温度传感器 ready 标志位无法清除 ............................................................. 17 

2.15. CAN ......................................................................................................................... 17 

2.15.1. 发送邮箱在退出未激活模式时可能会发生传输失败 ............................................................... 17 

2.15.2. CAN 发送节点执行了不必要的自动校准 ................................................................................ 18 

2.15.3. CAN 外设在未使用 HXTAL 时无法工作 ................................................................................. 18 

2.15.4. 在接收邮箱处理过程中，CAN RAM 区域可能会被篡改 ......................................................... 18 

2.15.5. 在总线离线恢复后，发送错误计数未自动清零 ....................................................................... 19 

2.15.6. 邮箱数据未及时读走，可能会导致当前帧和下一帧数据读取错误 .......................................... 19 

2.15.7. 当 CAN 运行时钟频率低于 CK_APB2 且 DLC 段发生错误时，会导致接收到错误的帧 ID .... 20 

2.16. USBHS .................................................................................................................... 20 

2.16.1. USBHS OTG 灵敏度问题 ....................................................................................................... 20 

2.17. Core ......................................................................................................................... 20 

3. 版本历史 ............................................................................................................... 21 

  



 

GD32H73x/H75x 芯片使用限制 

4 
 

图索引 

图 1-1. GD32H73x/H75x 的芯片修订版本 .............................................................................................. 6 

  



 

GD32H73x/H75x 芯片使用限制 

5 
 

表索引 

表 1-1. 适用产品 ..................................................................................................................................... 6 

表 1-2. 芯片使用限制 .............................................................................................................................. 6 

  



 

GD32H73x/H75x 芯片使用限制 

6 
 

1. 前言 

该文档适用于 GD32H73x/H75x 产品，具体参考表 1-1. 适用产品。该文档提供了在使用 GD32 

MCU 过程中需要注意的技术细节，以及相关问题的解决方案。 

表 1-1. 适用产品 

类型 产品系列 

MCU 

GD32H737xx 系列 

GD32H757xx 系列 

GD32H759xx 系列 

1.1. 芯片版本定义 

可通过芯片丝印上的标记来确定当前芯片的版本。丝印上第 3 行的第 1 个编码表示芯片当前版

本，如图 1-1. GD32H73x/H75x 的芯片修订版本所示。 

图 1-1. GD32H73x/H75x 的芯片修订版本 

 

1.2. 芯片使用限制总览 

GD32H73x/H75x 芯片使用限制参考表 1-2. 芯片使用限制。关于芯片使用限制的更多详细信

息请参考第 2 章。 

表 1-2. 芯片使用限制 

模块 使用限制 

解决方案 

修订版本

A 

修订版本

C 

SYSTEM 

当 SysTick 使用外部时钟源时，SysTick 时钟为系统时钟

（CK_SYS）的 2 分频 
Y -- 

非法的地址访问会导致 ECC 错误 Y -- 

系统运行在高主频且中断向量表和中断处理代码均放置在 ITCM

中时，高频中断会概率性导致 ITCM ECC 误报 
Y Y 

FMC 移除保护的整片擦除功能无法禁用 N -- 

PMU LQFP 封装的芯片使用 SMPS 模式时，存在芯片损坏风险 Y -- 

Revision Code 
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模块 使用限制 

解决方案 

修订版本

A 

修订版本

C 

未使用 SMPS 时，不能将 VDDSMPS 连接到低电平 Y -- 

GPIO 

MCU 进入待机模式时，PXY 引脚将连接到 PXY_C 引脚 Y -- 

当 VDD 和 VDDA 掉电后，如果继续向 GPIO（除 PA9 / PA10 / 

PB12 / PB13 外）注入电压，可能导致芯片 GPIO 出现过流风险 
Y Y 

TRNG LFSR 算法失效 Y -- 

DBG 
使用低功耗调试功能时，SWD 和 JTAG 调试功能失效 N -- 

当 PA15 为低电平时，SWD 连接失败 Y -- 

ADC 在 14 位 ADC 中同时使用过采样时，模拟看门狗阈值比较失败 Y -- 

RTC 

使用 RTC 参考时钟检测功能时，PB13 / PB15 将被配置为输入浮

空模式 
Y -- 

备份域中的电压或温度变化无法触发侵入检测功能 N -- 

TIMER TIMER 中断存在误触发的风险 Y Y 

USART 

当使能 USART FIFO 功能时，USART 无法发送帧的最后一个字

节  
Y -- 

当同时使能 USART 的 FIFO 和 DMA 功能时，DMA 只能传输一次

数据 
Y -- 

LIN 模式下会发生数据采样错误 Y Y 

在静默模式下，非唤醒帧引起的奇偶校验错会导致 PERR 置位  Y Y 

I2S 
当使用 I2S1 进行通信且 GPIO 和 I2S1 配置处于特殊组合时，可

能会导致 I2S1_CK 和 I2S1_WS 引脚持续输出信号 
Y Y 

OSPI 

当 OSPI 使用间接写模式时，中断和 DMA 功能无效 Y -- 

当 OSPI 仅发送数据段时，第一个时钟会丢失 Y Y 

当 OSPI 运行时钟大于 100MHz 时，在状态轮询模式下读取外部

存储器状态标志异常 
Y Y 

EXMC 

SDRAM 控制器的自动刷新功能受到其他 EXMC 控制器的影响 Y -- 

在访问 SDRAM 期间，可能会出现总线卡住的情况 Y Y 

不支持非对齐地址访问 Y Y 

LPDTS 禁用 LPDTS 后，温度传感器 ready 标志位无法清除 Y -- 

CAN 

发送邮箱在退出未激活模式时可能会发生传输失败 Y -- 

CAN 发送节点执行了不必要的自动校准 Y -- 

CAN 外设在未使用 HXTAL 时无法工作 Y -- 

在接收邮箱处理过程中，CAN RAM 区域可能会被篡改 Y Y 

在总线离线恢复后，发送错误计数未自动清零 Y Y 

邮箱数据未及时读走，可能会导致当前帧和下一帧数据读取错误 Y Y 

当 CAN 运行时钟频率低于 CK_APB2 且 DLC 段发生错误时，会

导致接收到错误的帧 ID 
Y Y 

USBHS USBHS OTG 灵敏度问题 Y -- 

注意： 

Y = 存在使用限制且存在解决方案 
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N = 存在使用限制但不存在解决方案 

'--' = 使用限制已修复 
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2. 芯片使用限制描述 

2.1. SYSTEM 

2.1.1. 当 SysTick 使用外部时钟源时，SysTick 时钟为系统时钟（CK_SYS）的 2 分

频 

描述与影响 

当 SysTick 使用外部时钟源时，SysTick 时钟为系统时钟（CK_SYS）的 2 分频而不是 8 分频。 

解决方案 

当 SysTick 使用外部时钟源时，使用 CK_SYS / 2 去计算 SysTick 时间。 

2.1.2. 非法的地址访问会导致 ECC 错误 

描述与影响 

当访问非法地址时，CPU 将产生 ECC 错误。 

解决方案 

使用以下解决方案之一： 

1) 避免访问非法地址。 

2) 在访问非法地址后，应使用软件去处理 ECC 错误。 

2.1.3. 系统运行在高主频且中断向量表和中断处理代码均放置在 ITCM 中时，高频中

断会概率性导致 ITCM ECC 误报 

描述与影响 

当系统时钟配置为高频（如 600MHz），AXI/AHB 时钟配置为系统时钟的二分频且 TCM 插入

等待周期时（TCM_WAITSTATE = 1），如果将中断向量表和中断处理代码都放置在 ITCM 中，

若有高频中断产生，会概率性导致 ITCM ECC 误报。 

注意：当系统时钟高于 350MHz 时，TCM 需要插入等待周期。 

解决方案 

使用以下解决方案之一： 

1) 将中断向量表放置在 AXISRAM 中。 

2) 避免将中断向量表和中断处理代码都放在同一块 TCM 中。例如，可以将中断向量表放置

在 DTCM 中，中断处理代码放在 ITCM 中。 
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3) 采用降频方案。避免 TCM_WAITSTATE = 1 和 AXI/AHB 时钟配置为系统时钟的二分频同

时满足。如系统时钟和 AXI/AHB 时钟均配置为 300MHz。 

2.2. FMC 

2.2.1. 移除保护的整片擦除功能无法禁用 

描述与影响 

移除保护的整片擦除操作仅在满足以下条件时才会执行移除保护功能： 

1. 如果存在安全用户区域，则需置位 FMC_SCRADDR_MD 寄存器中的 SCR_EREN 位，

并 通 过 在 FMC_SCRADDR_EFT 寄 存 器 中 设 置 SCR_AREA_END < 

SCR_AREA_START，确保安全用户区域的结束地址小于起始地址。 

2. 如果存在任何擦除/编程保护的扇区，则需在 FMC_WP_MDF 寄存器中设置所有 WP（写

保护）位。 

3. 如果必要，需解锁 FMC_CTL 寄存器。 

否则，移除保护的整片擦除功能将无法禁用。有关移除保护的整片擦除的详细信息，请参考用

户手册第 3.3.5 小节。 

解决方案 

无规避方案。 

2.3. PMU 

2.3.1. LQFP 封装的芯片使用 SMPS 模式时，存在芯片损坏风险 

描述与影响 

在 LQFP 封装中，当芯片工作在 SMPS 模式且结温（Tj）超过 125°C 时，会存在因漏电而导

致芯片损坏的风险。 

注意：此限制适用于 LQFP176 封装。 

解决方案 

避免在 LQFP 封装芯片中使用 SMPS 模式。 

2.3.2. 未使用 SMPS 时，不能将 VDDSMPS 连接到低电平 

描述与影响 

未使用 SMPS 时，VDDSMPS 不能连接到低电平。 
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注意：此限制适用于 LQFP176 和 BGA176 封装。 

解决方案 

在未使用 SMPS 模式时，将 VDDSMPS 引脚连接到高电平或保持浮空。 

2.4. GPIO 

2.4.1. MCU 进入待机模式时，PXY 引脚将连接到 PXY_C 引脚 

描述与影响 

当 MCU 进入待机模式时，PXY 引脚将连接到 PXY_C 引脚，包括 PA0 / PA0_C、PA1 / PA1_C、

PC2 / PC2_C 和 PC3 / PC3_C。 

解决方案 

根据应用场景评估影响，例如在待机模式下使用 PA0 作为唤醒引脚。 

2.4.2. 当 VDD 和 VDDA 掉电后，如果继续向 GPIO（除 PA9 / PA10 / PB12 / PB13

外）注入电压，可能导致芯片 GPIO 出现过流风险 

描述与影响 

当芯片的 VDD 和 VDDA 掉电后，如果继续向 GPIO（除 PA9 / PA10 / PB12 / PB13 外）外部

注入电压（Vin），由于 GPIO 的 ESD 保护电路，外部注入的电压可能会泄漏到 VDD，形成 Vin-

0.7V 的电压。如果 Vin-0.7V 接近 POR（1.6V），可能会满足芯片的 POR 条件。然而，由于

GPIO 的过流能力有限，这可能导致系统发生重复的 POR/PDR 事件，从而引发系统不可预测

的风险。 

解决方案 

在系统设计中，应在芯片的 VDD 和 NRST 之间外接一个欠压复位芯片，以确保当 GPIO 泄漏

到 VDD 的电压低于欠压复位芯片的阈值电压时，可以直接拉低 NRST 以避免错误操作。具体

解决方案可参考《AN225 GD32H7xx 电源旁路模式使用指南》。 

2.5. TRNG 

2.5.1. LFSR 算法失效 

描述与影响 

用于生成随机数的 LFSR（线性反馈移位寄存器）算法无法正常工作。 
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解决方案 

不使用 LFSR 算法，改用 NIST（美国国家标准与技术研究院）算法。 

2.6. DBG 

2.6.1. 使用低功耗调试功能时，SWD 和 JTAG 调试功能失效 

描述与影响 

当使用低功耗调试功能（置位 STB_HOLD / DSLP_HOLD / SLP_HOLD）时，调试功能将无法

正常工作。 

解决方案 

避免使用低功耗调试功能。 

2.6.2. 当 PA15 为低电平时，SWD 连接失败 

描述与影响 

上电后，如果 PA15 的电平为低电平，SWD 连接将失败。 

解决方案 

使用以下解决方案之一： 

1) 在使用 SWD 调试时，不要将 PA15 驱动为低电平。 

2) 不要将 PA15 配置为 AF0 功能。 

2.7. ADC 

2.7.1. 在 14 位 ADC 中同时使用过采样时，模拟看门狗阈值比较失败 

描述与影响 

当在 14 位 ADC（ADC0/ADC1）中启用过采样功能时，模拟看门狗功能将失效，因为它不会

将累积和与低阈值进行比较。 

解决方案 

不要在 14 位 ADC 中同时使用模拟看门狗功能和过采样功能。 
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2.8. RTC 

2.8.1. 使用 RTC 参考时钟检测功能时，PB13 / PB15 将被配置为输入浮空模式 

描述与影响 

当使用 RTC 参考时钟检测功能（通过设置 RTC_CTL 寄存器中的 REFEN 位）时，PB13 / PB15

引脚将被设置为输入浮空模式。 

解决方案 

使用以下解决方案之一： 

1) 不使用 RTC 参考时钟检测功能。 

2) 在使用 RTC 参考时钟检测功能时，将 PB13 / PB15 设置为输入浮空模式。 

2.8.2. 备份域中的电压或温度变化无法触发侵入检测功能 

描述与影响 

当由于 VDD 掉电导致备份域供电为 VBAT 时，电压和温度变化无法触发侵入检测功能。 

解决方案 

无规避方案。 

2.9. TIMER 

2.9.1. TIMER 中断存在误触发的风险 

描述与影响 

当启用 TIMER 中断且 MCU 以高频率运行时，由于代码执行速度较快且清除中断标志需要一

定的时间，可能导致无法及时清除相应的 TIMER 中断标志，从而存在重复进入 TIMER 中断的

风险。 

解决方案 

在 TIMER 中断处理函数的开始位置清除相应的 TIMER 中断标志，并在退出中断前保持至少

20 个指令周期。 
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2.10. USART 

2.10.1. 当使能 USART FIFO 功能时，USART 无法发送帧的最后一个字节 

描述与影响 

当启用 USART FIFO 功能时，USART 无法发送帧的最后一个字节。例如，在发送十个字符

“0123456789”时，字符“9”将不会被发送。 

解决方案 

在发送帧的末尾填充一个无效字节，例如在“0123456789\n”中添加“\n”，并确保正确传输，需

在每次数据发送前执行以下操作： 

1) 禁用 FIFO 

2) 禁用 USART 

3) 执行数据刷新请求（设置 TXFCMD 位） 

4) 启用 FIFO 

5) 启用 USART 

2.10.2. 当同时使能 USART 的 FIFO 和 DMA 功能时，DMA 只能传输一次数据 

描述与影响 

当同时使能 USART 的 FIFO 和 DMA 功能时，DMA 只能传输一次数据。 

解决方案 

使用以下解决方案之一： 

1) 仅使用 USART DMA，不要使用 USART FIFO。 

2) 仅使用 USART FIFO，不要使用 USART DMA。 

2.10.3. LIN 模式下会发生数据采样错误 

描述与影响 

当 USART 作为接收器处于 LIN 模式时，由于在接收断开帧之前启用了自动波特率检测功能，

会发生数据采样错误。 

解决方案 

1) 在接收断开帧之前禁用自动波特率检测功能。 

2) 在置位 LIN 断开帧检测标志（LBDF）后启用自动波特率检测功能。 
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2.10.4. 在静默模式下，非唤醒帧引起的奇偶校验错会导致 PERR 置位 

描述与影响 

在静默模式下，由非唤醒帧引起的奇偶校验错误会导致奇偶校验错误（USART_STAT 寄存器

中的 PERR 位被设置），即使唤醒帧中没有发现奇偶校验错误。 

解决方案 

软件忽略在这种情况下生成的奇偶校验错误标志。 

2.11. I2S 

2.11.1. 当使用 I2S1 进行通信且 GPIO 和 I2S1 配置处于特殊组合时，可能会导致

I2S1_CK 和 I2S1_WS 引脚持续输出信号 

描述与影响 

当使用 I2S1 进行通信，且 GPIO 和 I2S1 配置为特殊组合时，I2S1_CK 和 I2S1_WS 引脚将概

率性地连续输出信号。具体配置及现象如下： 

GPIO 配置 I2S1 配置 现象 

GPIO_PUPD_PULLDOWN I2S_CKPL_HIGH I2S1_CK 和 I2S1_WS 连续发波 

GPIO_PUPD_NONE I2S_CKPL_HIGH I2S1_CK 和 I2S1_WS 连续发波 

GPIO_PUPD_PULLUP I2S_CKPL_HIGH I2S1 工作正常 

GPIO_PUPD_PULLDOWN I2S_CKPL_LOW I2S1 工作正常 

GPIO_PUPD_PULLUP I2S_CKPL_LOW I2S1 工作正常 

GPIO_PUPD_NONE I2S_CKPL_LOW I2S1 工作正常 

解决方案 

GPIO 和 I2S1 的正确配置请参考上述。 

2.12. OSPI 

2.12.1. 当 OSPI 使用间接写模式时，中断和 DMA 功能无效 

描述与影响 

当使用 OSPI 间接写模式时，中断和 DMA 功能无效，因为 FIFO 阈值标志（FT）无法被置位。 

解决方案 

使用状态轮询模式代替间接写模式。 
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2.12.2. 当 OSPI 仅发送数据段时，第一个时钟会丢失 

描述与影响 

当 OSPI 仅发送数据段时，第一个时钟会丢失，从而导致第一个数据丢失。 

解决方案 

将第一个数据作为命令发送。 

2.12.3. 当 OSPI 运行时钟大于 100MHz 时，在状态轮询模式下读取外部存储器状态标

志异常 

描述与影响 

当 OSPI 运行时钟大于 100MHz 时，由于硬件连续轮询间隔不足，外部存储器可能未准备好，

随后 OSPI 将执行后续操作，从而导致异常。 

解决方案 

在每次轮询存储器状态之前添加硬件延迟（例如 20ms 延迟）。 

2.13. EXMC 

2.13.1. SDRAM 控制器的自动刷新功能受到其他 EXMC 控制器的影响 

描述与影响 

SDRAM 控制器的自动刷新功能受到其他 EXMC 控制器的影响。当 SDRAM 控制器执行自动

刷新命令时，如果 SDRAM 存储区处于激活状态，则需要生成预充电命令，并要求 EXMC_A10

端口为 1。而此时 EXMC_A10 端口被其他 EXMC 控制器使用，导致 SDRAM 自动刷新命令执

行异常，从而引发 SDRAM 数据错误。 

解决方案 

步骤 1：在 EXMC 初始化后，使 EXMC SDRAM 控制器与其他控制器同时工作。 

/* code example */ 

REG32(EXMC + 0x184U) = 0x9EF02310U; 

EXMC_SDRSCTL |= BIT(9); 

步骤 2： 

方法 1：当 SDRAM 控制器选择操作的 BANK 地址时，引脚输出不使用 AF 功能，而是通过

GPIO 直接驱动 BANK 地址来访问对应的 BANK。 

方法 2：在 EXMC 操作 NAND FLASH 之前，添加 SDRAM 的全局预充电指令，使 SDRAM 的

自刷新操作不依赖于原来的预充电指令，这样即使自刷新和 NAND 同时发生，也不会出现错

误。 
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/* code example */ 

REG32(0xA0000150U) = (uint32_t)0x00000012U; 

while(0x00000000 != (REG32(0xA0000158U) & 0x00000020)) { 

} 

2.13.2. 在访问 SDRAM 期间，可能会出现总线卡住的情况 

描述与影响 

在访问 SDRAM 时，如果 SDRAM 数据位宽为 32 位，总线发送两个 8 位或两个 16 位访问，

然后发送一个 64 位访问，如果 64 位访问的数据恰好由之前的两个 8 位或 16 位访问组成，则

总线可能会卡住。 

解决方案 

使用以下解决方案之一： 

1) 禁用 SDRAM 的突发访问（清除 EXMC_SDCTL0/1 寄存器的 BRSTRD 位） 

2) 使能 CPU 缓存功能 

2.13.3. 不支持非对齐地址访问 

描述与影响 

总线不支持对 SDRAM 的非对齐地址访问。 

解决方案 

在访问 SDRAM 之前启用 CPU 的缓存功能。 

2.14. LPDTS 

2.14.1. 禁用 LPDTS 后，温度传感器 ready 标志位无法清除 

描述与影响 

关闭 LPDTS（低功耗数字温度传感器）后，温度传感器就绪标志（TSRF）将无法清除。 

解决方案 

在使能 LPDTS 之前，先复位 LPDTS 外设。 

2.15. CAN 

2.15.1. 发送邮箱在退出未激活模式时可能会发生传输失败 

描述与影响 
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如果邮箱在未激活模式下被配置为发送邮箱（Tx mailbox），退出未激活模式后可能由于缺少内

部触发而无法发送。 

解决方案 

使用以下解决方案之一： 

1) 使用另一个节点发送一次帧。 

2) 软件写入一个无效邮箱。 

2.15.2. CAN 发送节点执行了不必要的自动校准 

描述与影响 

当延迟（从 TX 到 RX 回读 + 2 * CK_CAN）超过一个 Tq 时间时，CAN 会自动执行校准，导

致发送的显性电平延长并出现错误。 

解决方案 

使用 GD32 MCU CAN 传输软件解决方案，参考“AN222 GD32A5x3 CAN 位时间问题的软件

规避”。 

2.15.3. CAN 外设在未使用 HXTAL 时无法工作 

描述与影响 

当 HXTAL 时钟未启用时，CAN 外设无法工作。 

解决方案 

打开 HXTAL 时钟并等待其稳定后再配置 CAN 外设时钟源，然后根据需要关闭 HXTAL 时钟。 

2.15.4. 在接收邮箱处理过程中，CAN RAM 区域可能会被篡改 

描述与影响 

如果在接收邮箱处理例程中未执行全局邮箱解锁操作（由于软件操作错误），CAN RAM 区域

有一定概率会被篡改，从而导致数据传输和接收异常。 

解决方案 

在每次数据传输之前，等待 CAN_STAT 寄存器中的发送完成标志置位，而不是通过发送邮箱

的 CODE 段值进行判断。参考代码如下： 

Flagstatus can_tx_status = RESET; 

{ 

if((RESET == can_tx_state) || (SET == can_flag_get(CAN1, CAN_FLAG_MB1))){ 

    can_tx_state = SET; 

    can_flag_clear(CAN1, CAN_FLAG_MB1); 

    /* transmit message */ 
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    can_mailbox_config(CAN1, 1, &transmit_message); 

    /* user code */ 

} 

} 

2.15.5. 在总线离线恢复后，发送错误计数未自动清零 

描述与影响 

在总线离线恢复后，发送错误计数（TECNT）未被硬件自动清零。 

解决方案 

在总线关闭恢复后，使用软件方法清除发送错误计数（TECNT）。以 CAN1 为例，参考代码如

下： 

{ 

/* bus off recovery flag is set */ 

if(RESET != can_flag_get(CAN1, CAN_FLAG_BUSOFF_RECOVERY)) 

{ 

/* enter inactive mode */ 

can_operation_mode_enter(CAN1, CAN_INACTIVE_MODE); 

/* clear transmit error count */ 

CAN_ERR0(CAN1) &= ~(CAN_ERR0_TECNT); 

/* enter normal mode */ 

can_operation_mode_enter(CAN1, CAN_NORMAL_MODE); 

can_flag_clear(CAN1, CAN_FLAG_BUSOFF_RECOVERY); 

} 

} 

2.15.6. 邮箱数据未及时读走，可能会导致当前帧和下一帧数据读取错误 

描述与影响 

在处理邮箱接收时，如果在读取当前帧数据时，一个新的 CAN 帧（下一帧）被移入接收邮箱，

可能导致当前帧和下一帧数据读取错误。 

注意：仅影响当前帧和下一帧。 

解决方案 

使用以下解决方案之一： 

1) 使用邮箱接收中断并将其配置为最高优先级。当接收邮箱中断发生时，及时读取并处理邮

箱数据（在下一帧结束之前）。 

2) 使用 CAN FIFO 接收代替邮箱接收。 

3) 通过置位 RPFQEN 使能邮箱队列，并将邮箱接收中断设置为最高优先级。 
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2.15.7. 当 CAN 运行时钟频率低于 CK_APB2 且 DLC 段发生错误时，会导致接收到

错误的帧 ID 

描述与影响 

当 CAN 运行时钟频率低于 CK_APB2 时，如果 CAN 总线上的外部干扰导致在接收帧时，DLC

段检测到错误并发送错误帧，则会导致后续帧接收到错误帧 ID（即使该错误帧 ID 已被 CAN 滤

波器过滤）。 

解决方案 

使用以下解决方案之一： 

1) 软件将 CAN 时钟源配置为 CK_APB2。以 CAN1 为例，参考代码如下：  

{ 

/* configure the CAN1 clock source as CK_APB2 */ 

rcu_can_clock_config(IDX_CAN1, RCU_CANSRC_APB2); 

} 

2) 软件检查帧 ID（适用于 CAN 运行时钟频率低于 CK_APB2 的情况）。当 CAN 邮箱接收到

非目标帧 ID 且发生错误时，软件需要重新配置 CAN 接收邮箱参数。具体配置步骤如下： 

a) 进入未激活模式 

b) 重新配置接收邮箱参数 

c) 进入正常模式 

2.16. USBHS 

2.16.1. USBHS OTG 灵敏度问题 

描述与影响 

USBHS OTG 可以正常工作，但灵敏度测试不通过。 

解决方案 

通过配置 USBHS 内部对应的预留寄存器可以避免上述问题。 

2.17. Core 

关于 Cortex-M7 的限制，请参考 “Cortex-M7 (AT610) and Cortex-M7 with FPU (AT611) 

Software Developer Errata Notice“。该文档可在 ARM 官方网站下载。  
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3. 版本历史 

表 3-1. 版本历史 

版本号. 说明 日期 

1.0 首次发布 2023 年 9 月 12 日 

1.1 更新内容说明 2023 年 9 月 26 日 

1.2 
1. 添加 C 版芯片使用限制 

2. 添加 USART / OSPI / EXMC 外设限制 
2024 年 4 月 20 日 

1.3 

1. 更新 EXMC 限制描述及解决方案，参考

SDRAM 控制器的自动刷新功能受到其他

EXMC 控制器的影响 

2. 添加限制，参考 TIMER 中断存在误触发的风

险 

3. 添加限制，参考在接收邮箱处理过程中，CAN 

RAM 区域可能会被篡改 

4. 更新 CAN 限制解决方案，参考 CAN 发送节点

执行了不必要的自动校准 

2024 年 8 月 5 日 

1.4 

1. 更新 PMU 限制描述，参考 LQFP 封装的芯片

使用 SMPS 模式时，存在芯片损坏风险 

2. 更新 TIMER 限制描述，参考 TIMER 中断存在

误触发的风险 

2024 年 9 月 1 日 

1.5 

1. 添加 CAN 限制，参考在总线离线恢复后，发

送错误计数未自动清零 

2. 添加 CAN 限制，参考邮箱数据未及时读走，

可能会导致当前帧和下一帧数据读取错误 

3. 添加 CAN 限制，参考当 CAN 运行时钟频率低

于 CK_APB2 且 DLC 段发生错误时，会导致

接收到错误的帧 ID 

2024 年 12 月 15 日 

1.6 

添加 GPIO 限制，参考当 VDD 和 VDDA 掉电后，

如果继续向 GPIO（除 PA9 / PA10 / PB12 / PB13

外）注入电压，可能导致芯片 GPIO 出现过流风险 

2025 年 1 月 13 日 

1.7 

1. 添加 I2S 限制，参考当使用 I2S1 进行通信且

GPIO 和 I2S1 配置处于特殊组合时，可能会导

致 I2S1_CK 和 I2S1_WS 引脚持续输出信号 

2. 添加 SYSTEM 限制，参考系统运行在高主频

且中断向量表和中断处理代码均放置在 ITCM

中时，高频中断会概率性导致 ITCM ECC 误报 

3. 添加 Core 限制参考 

2025 年 11 月 15 日 
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